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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂板で構成される保護パネル本体（３ｂ）の上面に下部透明電極（５）と前記下部透
明電極の周囲に設けられた下部回路（７ａ，７ｂ）とを有する下部電極パネル（３）と、
　透明絶縁シートの下面に前記下部透明電極に対向する位置に設けられた上部透明電極（
４）と当該上部透明電極の周囲に設けられた上部回路（６ａ～６ｄ，７ｃ，７ｄ）とを有
し、前記下部電極パネルと前記下部透明電極と前記上部透明電極との間に空気セル（１５
）を形成するように周縁部で接着された上部電極シート（２ａ）と、
　透明絶縁シートの少なくとも一方の面に前記下部回路及び前記上部回路を隠蔽するよう
に額縁状に形成された加飾層（１７）を有し、前記上部電極シートの上面に貼り合わされ
た加飾シート（２ｂ）とを備えるものであって、かつ、組込み時に、背後に内蔵アンテナ
を配置可能な、電子機器表示窓のタッチ入力機能付き保護パネルにおいて、
　前記上部電極シート及び前記下部電極パネルが、前記加飾層にて隠蔽される額縁領域内
でかつ前記内蔵アンテナを配置可能なアンテナ配置予定領域（Ｇ）に、導体の形成されな
い電波透過用の導体非形成領域（２６，２７）を各々有し、
　前記上部電極シート側の前記導体非形成領域における導体との境界（２６ａ）の全て又
は大部分について、前記上部電極シートと前記下部電極パネルとを周縁部で接着する糊層
（３０）が、少なくとも前記境界の内側近傍領域と重なるように貫通孔（３０ａ）を有し
、
　当該貫通孔内の空気が、前記貫通孔と連通するエアベント（３１，３１ａ，３１ｂ，３



(2) JP 5079873 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

１ｃ）を介して、前記貫通孔内に対して出入可能である、表面フラット性に優れたタッチ
入力機能付き保護パネル。
【請求項２】
　前記貫通孔が、前記境界の外側近傍領域とも重なるものである請求項１に記載の、表面
フラット性に優れたタッチ入力機能付き保護パネル。
【請求項３】
　前記エアベント（３１）が、前記糊層の非形成部分によって構成され、前記電極間の前
記空気セルと連通している請求項１又は２に記載の、表面フラット性に優れたタッチ入力
機能付き保護パネル。
【請求項４】
　前記エアベント（３１ａ）が、前記糊層の非形成部分によって構成され、前記保護パネ
ルのホール加工部分（３３）と連通している請求項１又は２に記載の、表面フラット性に
優れたタッチ入力機能付き保護パネル。
【請求項５】
　前記エアベント（３１ｂ）が、前記糊層の非形成部分によって構成され、前記保護パネ
ルの端面外側と連通している請求項１又は２に記載の、表面フラット性に優れたタッチ入
力機能付き保護パネル。
【請求項６】
　前記エアベントが、前記下部電極パネルに設けられた貫通穴（３１ｃ）によって構成さ
れ、前記保護パネルの下面外側と連通している請求項１又は２に記載の、表面フラット性
に優れたタッチ入力機能付き保護パネル。
【請求項７】
　前記上部電極シート及び前記下部電極パネルが、前記加飾層にて隠蔽される額縁領域に
ダミー回路（２５）を有している請求項１又は２に記載の、表面フラット性に優れたタッ
チ入力機能付き保護パネル。
【請求項８】
　パネル嵌め込み部（２２）を有する前面外装筐体（１９）と、
　前記前面外装筐体の前記パネル嵌め込み部の底面に配置されるディスプレイ装置（２０
）と、
　前記前面外装筐体の前記パネル嵌め込み部にはめ込まれて前記ディスプレイ装置を覆う
、請求項１又は２に記載の前記保護パネル（１）とを備える、電子機器。
【請求項９】
　底面に開口（２３ａ）を有するパネル嵌め込み部（２２）を有する前面外装筐体（１９
）と、
　前記前面外装筐体の前記パネル嵌め込み部の前記底面の前記開口に表示画面が露出する
ように前記パネル嵌め込み部の背後に配置されるディスプレイ装置（２０）と、
　前記前面外装筐体の前記パネル嵌め込み部にはめ込まれて前記ディスプレイ装置を覆う
、請求項１又は２に記載の前記保護パネル（１）とを備える、電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、ハンディターミナルなど携帯情報
端末、コピー機、ファクシミリなどＯＡ（Office Automation）機器、スマートフォン、 
携帯電話機、携帯ゲーム機器、電子辞書、カーナビシステム、小型ＰＣ、各種家電品等の
用途に用いられ、表面フラット性に優れたタッチ入力機能付き保護パネル及び当該保護パ
ネルを有する電子機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機若しくはスマートフォン等の電子機器における前面外装筐体は、合成樹脂製
の前面側の前面外装筐体と背面側の前面外装筐体とを組み合わせて構成されたものが一般
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的である。そして、この前面側の前面外装筐体の表面には、液晶表示窓を保護するために
、保護パネルが融着等により固定されている。保護パネルは、従来、無色透明な樹脂のパ
ネルが用いられてきたが、電子機器のファッション化に伴い、印刷にて縁取り等の加飾が
施されるようになってきている。
【０００３】
　また、近年、携帯電話機では、次なるインターフェイスとして、図１２に示すような保
護パネルに入力デバイス機能を備えたものが期待されており、例えば、特許文献１などに
開示されている。
【０００４】
　電子機器表示窓のタッチ入力機能付き保護パネル１００について、図１３の分解図を用
いて更に詳しく説明する。図１３において、電子機器表示窓のタッチ入力機能付き保護パ
ネル１００は、保護パネル本体の上面に下部透明電極１０５と当該下部透明電極１０５の
周囲に設けられた下部回路１０７ａ，１０７ｂとを有する下部電極パネル１０３と、透明
絶縁シートの下面に前記下部透明電極１０５に対向する位置に設けられた上部透明電極１
０４と当該上部透明電極１０４の周囲に設けられた上部回路１０６ａ～１０６ｄ，１０７
ｃ，１０７ｄとを有し、前記下部電極パネル１０３と透明電極１０４，１０５間に空気セ
ルを形成するように周縁部で接着された上部電極シート１０２ａと、透明絶縁シートの少
なくとも一方の面に前記下部回路１０７ａ，１０７ｂ及び前記上部回路１０６ａ～１０６
ｄ，１０７ｃ，１０７ｄを隠蔽するように額縁状に透明窓部１１８の周囲に形成された加
飾層１１７を有し、前記上部電極シート１０２ａの上面に貼り合わされた加飾シート１０
２ｂと、を備えたものになっている。
【０００５】
　このように構成されたタッチ入力機能付き保護パネル１００は、指やペン等で前記加飾
シート１０２ｂの表面を点で押圧すると、前記加飾シート１０２ｂは前記上部電極シート
１０２ａと一体となって前記押圧点を中心に下方に撓み（以後、上部電極シート１０２ａ
と加飾シート１０２ｂとの積層体を可動シート１０２と呼ぶ。）、その結果、前記上部電
極シート１０２ａ及び下部電極パネル１０３の内面に形成された各透明電極１０４，１０
５が接触することによって入力位置が検出される。
【０００６】
　図１４Ａ及び図１４Ｂは、タッチ入力機能付き保護パネルを用いた前面外装筐体におけ
る実装構造の一例を示す断面図である。図１４Ａ及び図１４Ｂに示すように、前面外装筐
体１１９には、当該タッチ入力機能付き保護パネル１００を嵌め込むためのパネル嵌め込
み部１２２が設けられている。パネル嵌め込み部１２２は、その深さが、ほぼ前記タッチ
入力機能付き保護パネル１００の厚み寸法に等しくなるように構成され、当該保護パネル
１００の外表面がその周囲と同一平面を形成するシームレス構造をとることができる。ま
た、パネル嵌め込み部１２２の底面には当該底面より一回り小さい開口又は凹部１２３が
タッチ入力機能付き保護パネルを通して外部から視認可能に配置されたディスプレイ装置
１２０のために形成されており、当該底面の周縁１２２ａにおいて、当該タッチ入力機能
付き保護パネル１００が支持され、接着剤又は両面テープ１２４によって固定されている
。
【０００７】
　ところで、前記上部電極シート１０２ａは、前記加飾層で隠蔽される額縁領域の中でも
前記上部回路１０６ａ～１０６ｄ，１０７ｃ，１０７ｄが設けられている箇所と設けられ
ていない箇所では回路分だけ厚みが異なる。これを糊層によって前記下部電極パネルと周
縁部で接着するには、前記上部電極シート１０２ａの回路が設けられていない部分の基材
下面を、回路が設けられている部分の基材下面より下方まで押し下げる接着する必要があ
る。糊層１３０(図１６参照)は前記上部電極シート１０２ａの周縁部において全面的に形
成されているので、回路が設けられている部分と回路が設けられていない部分の境界で前
記上部電極シート１０２ａの基材に急激な変形が発生する。その結果、前記可動シート１
０２の全体が可撓性を有する比較的薄いシートであることもあって、前記可動シート１０
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２の表面から見たときに、回路形成の有無に起因して生ずるヒケ（sink mark）１３２と
よばれる段差(例えば、回路の厚みが１０μm程度のときに２０μm程度の段差)が浮き出て
見える（図１６参照）。このように、加飾層部分にヒケ１３２があることは見栄えが悪く
、敬遠される。
【０００８】
　そこで、このヒケを出さないために、図１５に示すように、前記上部電極シート１０２
ａについて、前記透明絶縁シートの下面に前記上部透明電極１０４と当該上部透明電極１
０４の周囲である額縁領域に前記上部回路１０６ａ～１０６ｄ，１０７ｃ，１０７ｄとを
設けるとともに、額縁領域中の当該上部回路１０６ａ～１０６ｄ，１０７ｃ，１０７ｄが
設けられていない箇所に、厚み調整のためのダミー回路１２５を前記上部回路１０６ａ～
１０６ｄ，１０７ｃ，１０７ｄと略等しい厚みで且つ短絡しないように設けることも提案
されている（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】再公表特許ＷＯ２００５／０６４４５１号
【特許文献２】ＷＯ２００８／０８１７１０号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、携帯電話機等においては機器内部にアンテナを内蔵しているが、外装筐
体の当該内蔵アンテナを覆う部分が電波を通し難い構成となっていると、電波障害を発生
する。そこで、前記タッチ入力機能付き保護パネルでは、前記内蔵アンテナが電波障害を
発生しないように、アンテナ位置付近部分への回路形成を避けなければならない。もちろ
ん、前記ダミー回路も例外ではない。つまり、このように、前記ダミー回路によるヒケ対
策をとることができない場合には、アンテナ位置付近部分において、ヒケの問題が依然、
残ることとなる。
【００１１】
　したがって、本発明の目的は、以上のような従来技術の課題を考慮し、電波障害の起こ
らないこととヒケがなく見栄えの良いことを両立できる、表面フラット性に優れたタッチ
入力機能付き保護パネル及び当該保護パネルを有する電子機器を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、上記技術的課題を解決するために、以下の構成のタッチ入力機能付き保護パ
ネル及び電子機器を提供する。
【００１３】
　本発明の第１態様によれば、樹脂板で構成される保護パネル本体の上面に下部透明電極
と前記下部透明電極の周囲に設けられた下部回路とを有する下部電極パネルと、
　透明絶縁シートの下面に前記下部透明電極に対向する位置に設けられた上部透明電極と
当該上部透明電極の周囲に設けられた上部回路とを有し、前記下部電極パネルと前記下部
透明電極と前記上部透明電極との間に空気セルを形成するように周縁部で接着された上部
電極シートと、
　透明絶縁シートの少なくとも一方の面に前記下部回路及び前記上部回路を隠蔽するよう
に額縁状に形成された加飾層を有し、前記上部電極シートの上面に貼り合わされた加飾シ
ートとを備えるものであって、かつ、組込み時に、背後に内蔵アンテナを配置可能な、電
子機器表示窓のタッチ入力機能付き保護パネルにおいて、
　前記上部電極シート及び前記下部電極パネルが、前記加飾層にて隠蔽される額縁領域内
でかつ前記内蔵アンテナを配置可能なアンテナ配置予定領域に、導体の形成されない電波
透過用の導体非形成領域を各々有し、
　前記上部電極シート側の前記導体非形成領域における導体との境界の全て又は大部分に
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ついて、前記上部電極シートと前記下部電極パネルとを周縁部で接着する糊層が、少なく
とも前記境界の内側近傍領域と重なるように貫通孔を有し、
　当該貫通孔内の空気が、前記貫通孔と連通するエアベントを介して、前記貫通孔内に対
して出入可能である、表面フラット性に優れたタッチ入力機能付き保護パネルを提供する
。
【００１４】
　本発明の第２態様によれば、前記貫通孔が、前記境界の外側近傍領域とも重なるもので
ある第１の態様に記載の、表面フラット性に優れたタッチ入力機能付き保護パネルを提供
する。
【００１５】
　本発明の第３態様によれば、前記エアベントが、前記糊層の非形成部分によって構成さ
れ、前記電極間の前記空気セルと連通している第１又は２の態様に記載の、表面フラット
性に優れたタッチ入力機能付き保護パネルを提供する。
【００１６】
　本発明の第４態様によれば、前記エアベントが、前記糊層の非形成部分によって構成さ
れ、前記保護パネルのホール加工部分と連通している第１又は２の態様に記載の、表面フ
ラット性に優れたタッチ入力機能付き保護パネルを提供する。
【００１７】
　本発明の第５態様によれば、前記エアベントが、前記糊層の非形成部分によって構成さ
れ、前記保護パネルの端面外側と連通している第１又は２の態様に記載の、表面フラット
性に優れたタッチ入力機能付き保護パネルを提供する。
【００１８】
　本発明の第６態様によれば、前記エアベントが、前記下部電極パネルに設けられた貫通
穴によって構成され、前記保護パネルの下面外側と連通している第１又は２の態様に記載
の、表面フラット性に優れたタッチ入力機能付き保護パネルを提供する。
【００１９】
　本発明の第７態様によれば、前記上部電極シート及び前記下部電極パネルが、前記加飾
層にて隠蔽される額縁領域にダミー回路を有している第１又は２の態様に記載の、表面フ
ラット性に優れたタッチ入力機能付き保護パネルを提供する。
【００２０】
　本発明の第８態様によれば、パネル嵌め込み部を有する前面外装筐体と、
　前記前面外装筐体の前記パネル嵌め込み部の底面に配置されるディスプレイ装置と、
　前記前面外装筐体の前記パネル嵌め込み部にはめ込まれて前記ディスプレイ装置を覆う
、第１又は２の態様に記載の前記保護パネルとを備える、電子機器を提供する。
【００２１】
　本発明の第９態様によれば、底面に開口を有するパネル嵌め込み部を有する前面外装筐
体と、
　前記前面外装筐体の前記パネル嵌め込み部の前記底面の前記開口に表示画面が露出する
ように前記パネル嵌め込み部の背後に配置されるディスプレイ装置と、
　前記前面外装筐体の前記パネル嵌め込み部にはめ込まれて前記ディスプレイ装置を覆う
、第１又は２の態様に記載の前記保護パネルとを備える、電子機器を提供する。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明は、前記上部電極シート及び前記下部電極パネルが電波透過用の導体非形成領域
を有しているので、背後に配置される内蔵アンテナに電波障害が起こらない。しかも、前
記上部電極シート側の前記導体非形成領域における導体との境界の全て又は大部分につい
て、前記上部電極シートと前記下部電極パネルとを周縁部で接着する糊層が、少なくとも
前記境界の内側近傍領域と重なるように貫通孔を有しているので、ヒケが発生しない。つ
まり、電波障害の起こらないことと、ヒケがなく見栄えの良いことを両立できる。
【図面の簡単な説明】
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【００２３】
　本発明のこれらと他の目的と特徴は、添付された図面についての好ましい実施形態に関
連した次の記述から明らかになる。この図面においては、
【００２４】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の１つの実施形態に係るタッチ入力機能付き保護パネルを実
装する電子機器を説明する分解斜視図であり、
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明の前記実施形態に係る前記タッチ入力機能付き保護パネルを
説明する分解斜視図であり、
【図１Ｃ】図１Ｃは、本発明の前記実施形態に係る前記タッチ入力機能付き保護パネルを
用いた前面外装筐体における実装構造の組み込み前の状態での一例を示す断面図であり、
【図１Ｄ】図１Ｄは、本発明の前記実施形態に係る前記タッチ入力機能付き保護パネルを
用いた前面外装筐体における実装構造の組み込み後の状態での一例を示す断面図であり、
【図１Ｅ】図１Ｅは、本発明の前記実施形態に係る前記タッチ入力機能付き保護パネルに
おける上部電極シートと下部電極パネルとを周縁部で接着する糊層を示す平面図であり、
【図１Ｆ】図１Ｆは、本発明の前記実施形態に係る前記タッチ入力機能付き保護パネルを
実装する電子機器において、アンテナに対して電波が透過するときに電波障害が起こらな
いことを説明するための説明図であり、
【図１Ｇ】図１Ｇは、本発明の１つの実施形態の変形例に係るタッチ入力機能付き保護パ
ネルを実装する電子機器を説明する分解斜視図であり、
【図１Ｈ】図１Ｈは、図１Ｇの本発明の前記変形例に係る前記タッチ入力機能付き保護パ
ネルを用いた前面外装筐体における実装構造の組み込み後の状態での一例を示す断面図で
あり、
【図２】図２は、本発明の前記実施形態の変形例に係る前記タッチ入力機能付き保護パネ
ルにおける上部電極シートと下部電極パネルとを周縁部で接着する糊層を示す平面図であ
り、
【図３】図３は、本発明の前記実施形態の別の変形例に係る前記タッチ入力機能付き保護
パネルにおける上部電極シートと下部電極パネルとを周縁部で接着する糊層を示す平面図
であり、
【図４】図４は、本発明の前記実施形態に係る前記タッチ入力機能付き保護パネルにおけ
るヒケ防止について説明する断面図であり、
【図５】図５は、本発明の前記実施形態に係る前記タッチ入力機能付き保護パネルの上部
電極シートにおける内蔵アンテナに対する電波透過用の電波透過部の別の例について説明
する平面図であり、
【図６】図６は、本発明の前記実施形態に係る前記タッチ入力機能付き保護パネルにおけ
る上部電極シートと下部電極パネルとを周縁部で接着する糊層の別の実施例を示す平面図
であり、
【図７】図７は、本発明の第前記実施形態に係る前記タッチ入力機能付き保護パネルにお
ける上部電極シートと下部電極パネルとを周縁部で接着する糊層の別の実施例を示す平面
図であり、
【図８】図８は、本発明の前記実施形態に係る前記タッチ入力機能付き保護パネルにおけ
る上部電極シートと下部電極パネルとを周縁部で接着する糊層の別の実施例を示す平面図
であり、
【図９Ａ】図９Ａは、本発明の前記実施形態の変形例に係る前記タッチ入力機能付き保護
パネルにおける糊層の貫通孔形状を示す図であり、
【図９Ｂ】図９Ｂは、本発明の前記実施形態の別の変形例に係る前記タッチ入力機能付き
保護パネルにおける糊層の貫通孔形状を示す図であり、
【図１０Ａ】図１０Ａは、本発明の前記実施形態に係る前記タッチ入力機能付き保護パネ
ルにおける上部電極シートと下部電極パネルとを周縁部で接着する糊層の別の実施例を示
す平面図であり、
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、図１０ＡのＢ－Ｂ線断面図であり、
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【図１１】図１１は、本発明の前記実施形態に係る前記タッチ入力機能付き保護パネルに
おける上部電極シートと下部電極パネルとを周縁部で接着する糊層の別の実施例を示す平
面図であり、
【図１２】図１２は、従来のタッチ入力機能付き保護パネルを実装する電子機器を説明す
る分解斜視図であり、
【図１３】図１３は、従来のタッチ入力機能付き保護パネルを説明する分解斜視図であり
、
【図１４Ａ】図１４Ａは、従来のタッチ入力機能付き保護パネルを用いた前面外装筐体に
おける実装構造の組み込み前の状態の一例を示す断面図であり、
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、従来のタッチ入力機能付き保護パネルを用いた前面外装筐体に
おける実装構造の組み込み後の状態の一例を示す断面図であり、
【図１５】図１５は、従来の上部電極シートにおけるダミー回路について説明する平面図
であり、
【図１６】図１６は、従来技術におけるヒケの問題を説明する断面図であり、
【図１７】図１７は、本発明の前記実施形態に係る前記タッチ入力機能付き保護パネルに
おいて、上部電極シートにおける内蔵アンテナに対する電波透過用の電波透過部の一例に
ついて説明する平面図であり、
【図１８】図１８は、本発明の前記実施形態に係る前記タッチ入力機能付き保護パネルに
おける下部電極シートにおける内蔵アンテナに対する電波透過用の電波透過部の一例につ
いて説明する平面図であり、
【図１９Ａ】図１９Ａは、本発明の前記実施形態に係る前記タッチ入力機能付き保護パネ
ルにおけるエアベントの必要性ついて説明する断面図
【図１９Ｂ】図１９Ｂは、本発明の前記実施形態に係る前記タッチ入力機能付き保護パネ
ルにおけるエアベントの必要性ついて説明する断面図
【図１９Ｃ】図１９Ｃは、本発明の前記実施形態に係る前記タッチ入力機能付き保護パネ
ルにおけるエアベントの必要性ついて説明する断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明の記述を続ける前に、添付図面において同じ部品については同じ参照符号を付し
ている。
【００２６】
　以下、図面に示した実施の形態に基づいて本発明を詳細に説明する。
【００２７】
　まず、本発明の前記実施形態にかかるタッチ入力機能付き保護パネル１の基本構成につ
いて、図１Ａ及び図１Ｂを用いて説明する。
【００２８】
　図１Ａにおいて、タッチ入力機能付き保護パネル１を有する電子機器が示されている。
この電子機器は、パネル嵌め込み部２２を有する前面外装筐体１９と、前記前面外装筐体
１９の前記パネル嵌め込み部２２の底面に配置されるディスプレイ装置２０と、前記前面
外装筐体１９の前記パネル嵌め込み部２２にはめ込まれて前記ディスプレイ装置２０を覆
う前記保護パネル１とを備えている。すなわち、前記保護パネル１は、ディスプレイ装置
２０を介在させて、電子機器（例えば携帯電話）の前面外装筐体１９にはめ込まれて、デ
ィスプレイ装置２０を保護するとともに、所定のタッチ入力機能を発揮するものである。
【００２９】
　図１Ｂの分解図において、前記タッチ入力機能付き保護パネル１は、下部電極パネル３
と、上部電極シート２ａと、加飾シート２ｂとを備えている。
【００３０】
　下部電極パネル３は、樹脂板で構成される保護パネル本体３ｂの上面に、矩形の下部透
明電極５と、当該下部透明電極５の周囲に設けられた下部回路７ａ，７ｂとを有している
。
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【００３１】
　上部電極シート２ａは、透明絶縁シート２ｄの下面に、当該下面の前記下部透明電極５
に対向する位置に設けられた矩形の上部透明電極４と、当該上部透明電極４の周囲に設け
られた上部回路６ａ～６ｄ，７ｃ，７ｄとを有し、前記下部電極パネル３と上部透明電極
４と下部透明電極５との間に空気セル１５を形成するように周縁部で接着剤で接着されて
いる。
【００３２】
　加飾シート２ｂは、透明絶縁シート２ｅの少なくとも一方の面に、前記下部回路７ａ，
７ｂ及び前記上部回路６ａ～６ｄ，７ｃ，７ｄを隠蔽するように、透明窓部１８の周囲に
、額縁状に形成された加飾層１７を有し、前記上部電極シート２ａの上面に貼り合わされ
ている。
【００３３】
　上部電極シート２ａと加飾シート２ｂとは貼り合わされて積層体を構成し、この積層体
を可動シート２と呼ぶ。
【００３４】
　このように構成されたタッチ入力機能付き保護パネル１は、指又はペン等で前記加飾シ
ート２ｂの表面を点で押圧すると、前記加飾シート２ｂは前記上部電極シート２ａと一体
となって前記押圧点を中心に下方に撓み、その結果、前記上部電極シート２ａ及び下部電
極パネル３の内面に形成された各透明電極４，５が接触することによって入力位置が検出
される。
【００３５】
　図１Ｃ及び図１Ｄは、前記タッチ入力機能付き保護パネル１を用いた前面外装筐体１９
における実装構造の一例を示す断面図である。図１Ｃ及び図１Ｄに示すように、前面外装
筐体１９には、当該タッチ入力機能付き保護パネル１を嵌め込むためのパネル嵌め込み部
２２が設けられている。パネル嵌め込み部２２は、その深さが、ほぼ前記タッチ入力機能
付き保護パネル１の厚み寸法に等しくなるように構成され、当該保護パネル１の外表面が
、その周囲（パネル嵌め込み部２２を囲む枠部１９ａ）と同一平面を形成するシームレス
構造をとることができる。また、パネル嵌め込み部２２の底面には、当該底面より一回り
小さい凹部２３が形成されている。この凹部２３は、タッチ入力機能付き保護パネル１を
通して、保護パネル１の外部から視認可能に配置されるディスプレイ装置２０のために形
成されており、凹部２３にディスプレイ装置２０が取り付けられる。当該底面の周縁２２
ａにおいては、当該タッチ入力機能付き保護パネル１が支持され、接着剤又は両面テープ
２４によって、保護パネル１が前面外装筐体１９に固定されている。
【００３６】
　また、図１Ｇ及び図１Ｈは、前記タッチ入力機能付き保護パネル１を用いた前面外装筐
体１９における実装構造の別の例を示す断面図である。図１Ｇ及び図１Ｈに示すように、
前面外装筐体１９には、当該タッチ入力機能付き保護パネル１を嵌め込むためのパネル嵌
め込み部２２が設けられている。パネル嵌め込み部２２は、その深さが、ほぼ前記タッチ
入力機能付き保護パネル１の厚み寸法に等しくなるように構成され、当該保護パネル１の
外表面が、その周囲（パネル嵌め込み部２２を囲む枠部１９ａ）と同一平面を形成するシ
ームレス構造をとることができる。また、パネル嵌め込み部２２の底面には、当該底面よ
り一回り小さくかつ貫通した開口２３ａが形成されている。この貫通する開口２３ａは、
タッチ入力機能付き保護パネル１を通して、保護パネル１の外部から視認可能に配置され
るディスプレイ装置２０のために形成されており、開口２３ａにディスプレイ装置２０の
表示画面が露出するように、ディスプレイ装置２０がパネル嵌め込み部２２の背後（内側
）に取り付けられる。パネル嵌め込み部２２の底面の周縁２２ａにおいては、当該タッチ
入力機能付き保護パネル１が支持され、接着剤又は両面テープ２４によって、保護パネル
１が前面外装筐体１９に固定されている。
【００３７】
　前記保護パネル本体３ｂに用いる樹脂板の材質としては、例えば、ポリカーボネート系
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，ポリアミド系，若しくはポリエーテルケトン系などのエンジニアリングプラスチック、
アクリル系，ポリエチレンテレフタレート系，若しくはポリブチレンテレフタレート系な
どのプラスチック板、又は、ガラス板などを用いることができる。
【００３８】
　前記保護パネル本体３ｂの通常の厚みは、０．５ｍｍ～１．０ｍｍ程度である。この場
合、一例として、加飾シート２ｂの透明絶縁シート２ｅの厚みは２５μｍ～１２５μｍ、
加飾シート２ｂの加飾層１７の厚みは１μｍ～２０μｍ、上部電極シート２ａと前記下部
電極パネル３との間を接着する接着剤（ＰＳＡ）の厚みは１２μｍ～１００μｍ、上部電
極シート２ａの透明絶縁シート２ｄの厚みは２５μｍ～１９０μｍ、上部電極シート２ａ
の上部回路６ａ～６ｄ，７ｃ，７ｄの厚みは５μｍ～２０μｍ、糊層３０の厚みは２５μ
ｍ～２００μｍ、下部電極パネル３の下部回路７ａ，７ｂの厚みは５μｍ～２０μｍ、（
下部電極パネル３の下部電極シート３ａの透明絶縁シートの厚みは２５μｍ～１９０μｍ
、下部電極パネル３の下部電極シート３ａを前記保護パネル本体３ｂの上面に貼り合わせ
る接着剤（ＰＳＡ）の厚みは１２μｍ～１００μｍ、）下部電極パネル３の保護パネル本
体３ｂの厚みは０．５ｍｍ～１．０ｍｍである。
【００３９】
　前記下部透明電極５及び前記下部回路７ａ，７ｂは、前記保護パネル本体３ｂに直接形
成してもよいが、通常、透明絶縁シートの上面に下部透明電極５と当該下部透明電極５の
周囲に設けられた下部回路７ａ，７ｂとを予め有する下部電極シート３ａを用い、この下
部電極シート３ａを前記保護パネル本体３ｂの上面に接着剤で貼り合わせて、前記下部電
極パネル３とする。その方が、前記下部透明電極５及び前記下部回路７ａ，７ｂの形成が
容易だからである。
【００４０】
　また、前記下部電極シート３ａ及び前記上部電極シート２ａに用いる透明絶縁シートの
材質としては、例えば、ポリカーボネート系、ポリアミド系、若しくはポリエーテルケト
ン系などのエンジニアリングプラスチック、アクリル系、ポリエチレンテレフタレート系
、又は、ポリブチレンテレフタレート系などのフィルムを用いることができる。
【００４１】
　前記下部電極シート３ａと前記上部電極シート２ａとは、前記透明電極４，５間に隙間
を形成するように対向配置され、周縁部で接着剤で互いに接着されている。前記透明電極
４，５としては、それぞれ、酸化錫、酸化インジウム、酸化アンチモン、酸化亜鉛、酸化
カドミウム、若しくは、インジウムチンオキサイド（ＩＴＯ）などの金属酸化物膜、又は
、これらの金属酸化物を主体とする複合膜、又は、金、銀、銅、錫、ニッケル、アルミニ
ウム、若しくは、パラジウムなどの金属膜等が、真空蒸着法、スパッタリング、イオンプ
レーティング、若しくは、ＣＶＤ法によって形成された後、エッチング等により矩形状に
パターン化されて構成されている。また、前記下部電極パネル３と前記上部電極シート２
ａとの間には、図示しないスペーサーが設けられており、スペーサにより、それぞれの対
向面に設けられている両電極４，５が誤接触しないように、所定の間隔の前記隙間により
、両電極４，５が互いに離れて配置されるように構成されている。
【００４２】
　スペーサーとしては、透明な光硬化型樹脂をフォトプロセスで微細なドット状に形成し
て得ることができる。また、代わりに、印刷法により微細なドットを多数形成して、スペ
ーサーとすることもできる。
【００４３】
　前記上部電極シート２ａには、前記上部透明電極４が形成されているとともに、上部回
路６ａ，６ｂとして接続される金、銀、銅、若しくは、ニッケルなどの金属、あるいはカ
ーボンなどの導電性を有するペーストを用いた帯状のバスバー６ａ，６ｂとが平行に形成
されている。また、前記下部電極シート３ａには、前記下部透明電極５が形成されている
とともに、下部回路７ａ，７ｂとして前記バスバー６ａ，６ｂに直交する方向沿いに帯状
のバスバー７ａ，７ｂが形成されている。帯状のバスバー６ａ，６ｂ，７ａ，７ｂは、ス
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クリーン印刷、オフセット印刷、グラビア印刷、若しくはフレキソ印刷などの印刷法によ
ってそれぞれ形成することができる。
【００４４】
　なお、上部電極シート２ａ上の各バスバー６ａ，６ｂは、上部電極シート２ａの縁部に
設けられた接続部８まで、回路が延設されて１箇所にまとめられている。また、下部電極
シート３ａ上の各バスバー７ａ，７ｂは、上部電極シート２ａの縁部に設けられた接続部
８に対向する位置まで、すなわち、下部電極シート３ａの縁部まで、回路が延設されて１
箇所にまとめられている。具体的には、例えば、図１Ｂに示す、本実施形態においては、
前記上部電極シート２ａの各バスバー６ａ，６ｂが接続部８の電極端部６ｄ，６ｃとそれ
ぞれ接続されて、各バスバー６ａ，６ｂが接続部８までそれぞれ延長されて、接続部８で
まとめられている。また、前記下部電極パネル３の各バスバー７ａ，７ｂが、下部電極シ
ート３ａ上の接続部８に対向する位置に配置された、下部回路の延長された部分(下部回
路延長部分)７ｅ，７ｆとそれぞれ接続されて、各バスバー７ａ，７ｂが接続部８に対向
する位置までそれぞれ延長されている。電極端部７ｃ，７ｄは、前記電極端部６ｄ，６ｃ
と並んで、前記上部電極シート２ａの接続部８に形成されている。この電極端部７ｃ，７
ｄは、それぞれ、下部回路延長部分７ｅ，７ｆと、図示しない導電性接着剤にて電気的に
接続されている。
【００４５】
　この接続部８における各電極端部６ｃ，７ｃ，６ｄ，７ｄにそれぞれ対応して、前記保
護パネル本体３ｂと前記下部電極シート３ａの積層体である下部電極パネル３には、貫通
孔９ａ～９ｄが形成されている。
【００４６】
　さらに、これらの貫通孔９ａ～９ｄから、ＦＰＣ（フレキシブルプリント配線板）１０
の対応する接続側端部１０ａに、貫通孔９ａ～９ｄ内に充填した導電性接着剤を介して、
前記電極端部６ｃ，７ｃ，６ｄ，７ｄと導通するようになっている。前記ＦＰＣ１０とし
ては、図１Ｂに示すように、貫通孔９ａ～９ｄから電気信号をそれぞれ取り出すことがで
きればよいが、より好ましくは、以下のような構成とする。すなわち、ＦＰＣ１０として
、その接続側端部１０ａに、貫通孔９ａ～９ｄにそれぞれ嵌合可能な４本の導電性の金属
ピン１１～１４が、貫通孔９ａ～９ｄに対応して立設されたピン付きＦＰＣ１０であるの
がより好ましい。さらに、電気信号の取り出し方法としては、前記下部電極パネル３の裏
面から取り出す方法以外に、タッチパネルで通常行なわれているように、前記上部電極シ
ート２ａ及び前記下部電極パネル３の間に、側方より、市販のＦＰＣを挿入することによ
って、外部に出力することもできる。
【００４７】
　また、前記上部電極シート２ａの表面には、透明窓部１８を有する加飾シート２ｂが貼
り合わせられている。当該加飾シート２ｂは、透明絶縁シート２ｅ、例えばポリカーボネ
ート系、ポリアミド系、若しくは、ポリエーテルケトン系のエンジニアリングプラスチッ
ク、アクリル系、ポリエチレンテレフタール系、又は、ポリブチレンテレフタール系など
のフィルムの片面に、透明窓部１８の周囲、すなわち前記下部回路７ａ，７ｂ及び前記上
部回路６ａ～６ｄ，７ｃ，７ｄなどを隠蔽するように加飾層１７が額縁状（四角枠状）に
形成されている。前記加飾層１７で被覆される部分が絵柄部となり、前記加飾層１７で被
覆されない部分が透明窓部１８となる。
【００４８】
　前記加飾層１７は、ポリビニル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリ
アクリル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリビニルアセタール系樹脂、ポリエステルウレ
タン系樹脂、若しくは、アルキド樹脂などの樹脂をバインダーとし、適切な色の顔料又は
染料を着色剤として含有する着色インキを用いるとよい。前記加飾層１７の形成方法とし
ては、スクリーン印刷、オフセット印刷、グラビア印刷、若しくは、フレキソ印刷などの
通常印刷法などを用いるとよい。特に、多色刷りや階調表現を行うには、オフセット印刷
法又はグラビア印刷法が適している。
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【００４９】
　前記下部電極シート３ａと前記保護パネル本体３ｂとの全面貼り合せ、又は、前記上部
電極シート２ａと前記加飾シート２ｂとの全面貼り合せには、図示しない感圧接着剤(Pre
ssure Sensitive Adhesives,ＰＳＡ)を使用すればよい。ＰＳＡの塗布方法としては、ス
クリーン印刷、オフセット印刷、グラビア印刷、若しくは、フレキソ印刷などの通常印刷
法などを用いるとよい。
【００５０】
　以上、本発明の前記実施形態にかかるタッチ入力機能付き保護パネル１の基本構成につ
いて説明したが、以下、本発明の前記実施形態の特徴となる構成部分について説明する。
【００５１】
　本発明の前記実施形態の特徴は、以下のように構成したことである。
　すなわち、図１Ｅ及び図４に示すように、保護パネル１を前面外装筐体１９に組込みと
きに、背後（内面側）に内蔵アンテナ２１配置電子機器表示窓のタッチ入力機能付き保護
パネル１において、前記上部電極シート２ａ及び前記下部電極パネル３が、前記加飾層１
７にて隠蔽される額縁領域（言い換えれば、指又はペンなどで情報が入力される情報入力
領域以外の領域）内でかつ前記内蔵アンテナ２１に対応する領域Ｇ（図４参照）において
(言い換えれば、前記組込み時に、背後に内蔵アンテナ２１を配置可能なアンテナ配置予
定領域Ｇ（図４参照）において)、導体の形成されない電波透過部（言い換えれば、導体
非形成領域）２６，２７を各々有している。具体的には、図４に示すように、前記上部電
極シート２ａ側の前記電波透過部２６における導体との境界２６ａ（点線で示す線）の全
て又は大部分について、前記上部電極シート２ａと前記下部電極パネル３とを周縁部で接
着する糊層３０が、少なくとも、前記境界２６ａの内側近傍領域と重なるように貫通孔３
０ａを有している。さらに、当該貫通孔３０ａ内の空気が、導体が形成されておらずかつ
貫通孔３０ａと連通するエアベント３１を介して、貫通孔３０ａ内に対して出入可能であ
るように構成したことにある。
【００５２】
　図１７は、前記上部電極シート２ａにおける、内蔵アンテナ２１に対する電波透過用の
電波透過部２６の一例について説明する平面図である。図１７においては、透明絶縁シー
トの片面に、前記上部透明電極４と当該上部透明電極４の周囲に設けられた上部回路６ａ
～６ｄ，７ｃ，７ｄに加え、厚み調整のためにダミー回路２５が形成され、さらに左下隅
の外縁に臨み且つ前記ダミー回路２５に隣接する、導体の形成されない略矩形状の電波透
過部２６を有している。前述した通り、当該上部電極シート２ａの前記上部透明電極４が
設けられた面とは反対側の面に前記加飾シート２ｂが全面的に貼り合わせられて、前記可
動シート２を構成する。なお、ダミー回路２５の厚みは、上部回路６ａ～６ｄ，７ｃ，７
ｄと略等しい厚みで且つ上部回路６ａ～６ｄ，７ｃ，７ｄと短絡しないように設けている
。
【００５３】
　また、図１８は、前記下部電極シート３ａにおける、内蔵アンテナ２１に対する電波透
過用の電波透過部２７の一例について説明する平面図である。同図１８においては、透明
絶縁シートの片面に、前記下部透明電極５と当該下部透明電極５の周囲に設けられた下部
回路７ａ，７ｂ，７ｅ，７ｆに加え、厚み調整のためにダミー回路２５が形成され、さら
に左下隅の外縁に臨み且つ前記ダミー回路２５に隣接しかつ導体の形成されない略矩形状
の電波透過部２７を有している。前述した通り、当該下部電極シート３ａの前記下部透明
電極５が設けられた面とは反対側の面に前記保護パネル本体３ｂが全面的に貼り合わせら
れて前記下部電極パネル３を構成する。なお、ダミー回路２５の厚みは、下部回路７ａ，
７ｂ，７ｅ，７ｆと略等しい厚みで且つ下部回路７ａ，７ｂ，７ｅ，７ｆと短絡しないよ
うに設けている。
【００５４】
　前記ダミー回路２５は、前記上部回路６ａ～６ｄ，７ｃ，７ｄ又は前記下部回路７ａ，
７ｂ，７ｅ，７ｆと同様に、金、銀、銅、若しくは、ニッケルなどの金属、あるいはカー
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ボンなどの導電性を有するペーストを用いてスクリーン印刷、オフセット印刷、グラビア
印刷、若しくはフレキソ印刷などの印刷法などによって形成することができる。なお、前
記電波透過部２６，２７には、前記上部回路６ａ～６ｄ，７ｃ，７ｄ、前記下部回路７ａ
，７ｂ，７ｅ，７ｆ及び前記ダミー回路２５だけでなく、前記透明電極４，５の形成過程
で被覆した透明導電性膜も残さず、導体を一切設けない。また、図１７及び図１８ではダ
ミー回路２５が形成されているが、前記電波透過部２６，２７以外に厚み調整に必要に部
分がない場合には、当然、ダミー回路２５は形成されない。
【００５５】
　このように、前記上部電極シート２ａ及び前記下部電極パネル３を電波透過用の電波透
過部２６，２７を有している構成とすることにより、図１Ｆに示すように、タッチ入力機
能付き保護パネル１の背後に配置される内蔵アンテナ２１に対して電波が透過する領域Ｇ
では、保護パネル１に導体が全く存在しないため、電波障害が起こらない。
【００５６】
　また、図１Ｅは、前記可動シート２の前記上部電極シート２ａと前記下部電極パネル３
ａとを周縁部で接着する糊層３０の一実施形態を示す平面図である。前記上部電極シート
２ａは、前記加飾層１７で隠蔽される額縁領域の中でも、前記上部回路６ａ～６ｄ，７ｃ
，７ｄ、又は、ダミー回路２５などの回路が設けられている箇所と、これらが設けられて
いない電波透過部２６とでは、前記回路分だけ厚みが異なるが、前記上部電極シート２ａ
側の前記電波透過部２６における導体との境界２６ａの大部分について、前記上部電極シ
ート２ａと前記下部電極パネル３とを周縁部で接着する糊層３０が、前記境界２６ａの内
側近傍領域と重なるように貫通孔３０ａを有しているので、前記可動シート２の表面から
見たときに、回路形成の有無に起因するヒケ(例えば、回路の厚みが１０μm程度のときに
２０μm程度の段差)が発生しない。これは、図４に示すように、貫通孔３０ａが存在する
領域（アンテナ配置予定領域）Ｇにおいては前記可動シート２が非接着であるため、この
領域Ｇ内に位置する前記電波透過部２６の境界２６ａで、前記可動シート２の基材に急激
な変形が発生しないからである。前記貫通孔３０ａと重なる前記境界２６ａの内側近傍領
域は、前記境界２６ａからの距離をとるほど、前記可動シート２の基材は緩やかに変形す
るので好ましい。
【００５７】
　前記貫通孔３０ａは、糊層３０のみに形成されている。
【００５８】
　前記糊層３０としては、所望の形状に打抜いた両面接着テープ、又は、アクリル樹脂、
エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ビニル樹脂などからなる絶縁性の透明粘着剤を用いる。
透明粘着剤を用いる場合の前記糊層３０の形成方法としては、スクリーン印刷、オフセッ
ト印刷、グラビア印刷、若しくは、フレキソ印刷などの通常印刷法などを用いるとよい。
【００５９】
　なお、図１Ｅの糊層３０と図１７の上部電極シート２ａとの組み合わせに示す本実施形
態では、前記上部電極シート２ａ側の前記電波透過部２６の境界２６ａのうちの両端付近
（図１Ｅでの境界２６ａの左端縁部分及び下端縁部分）は、貫通孔３０ａが存在する領域
内にはないが、大部分（図１Ｅでの境界２６ａの左端縁部分及び下端縁部分を除く残りの
部分）が当該貫通孔３０ａが存在する領域内であるため、前記したヒケ防止効果は充分に
得られる。
【００６０】
　しかし、内蔵アンテナ２１の大きさが小さく、これに対応して前記電波透過部２６も小
さく形成できるならば（図５参照）、前記貫通孔３０ａが存在する領域内に、前記上部電
極シート２ａ側の前記電波透過部２６の境界２６ａがすべて位置しているように構成する
（図６参照）のがより好ましい。
【００６１】
　また、図６に示す前記実施形態の変形例では、前記貫通孔３０ａが、前記電波透過部２
６の境界２６ａの内側近傍領域のみならず外側近傍領域とも重なる構成となっている。前
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記貫通孔３０ａが前記境界２６ａの内側近傍領域のみと重なる構成と比べて、前記上部電
極シート２ａと前記糊層３０との間で位置ズレが生じた場合でも、ヒケ防止効果を維持で
きる。
【００６２】
　なお、具体的な一例として、下部電極パネル３と可動シート２と前記糊層３０との間で
の製造誤差（例えば、印刷誤差）などを考慮して、０．５ｍｍ程度、図４から明らかなよ
うに、糊層３０の貫通孔３０ａの縁部が電波透過部２６に対して透過部境界２６ａの外側
に位置するように、貫通孔３０ａを形成すればよい。このようにすれば、印刷ずれが生じ
ても、糊層３０が電波透過部（言い換えれば、導体非形成領域）２６，２７内に、はみ出
ることがない。
【００６３】
　また、前記貫通孔３０ａは、少なくとも前記境界２６ａの内側近傍領域と重なるならば
どのような形状で形成してもよく、矩形状に限定されない。例えば、略矩形状の前記電波
透過部２６に対してＬ字状の前記貫通孔３０ａ－１を形成したり（図９Ａ参照）、四角形
枠状の前記貫通孔３０ａ－２を形成したり（図９Ｂ参照）することができる。
【００６４】
　また、図１Ｅ及び図６に示す前記実施形態では、前記エアベント３１が、前記糊層３０
の非形成部分（糊層３０が形成されていない部分）によって構成され、一端が貫通孔３０
ａに連通し、他端が電極４，５間の前記空気セル１５と連通している。前記エアベント３
１とは、貫通孔３０ａに対して気体を出し入れする通路である。当該エアベント３１を設
けず、前記貫通孔３０ａが密閉空間であると、前記貼り合わせ時に強い負荷がかかった場
合、前記貫通孔３０ａが圧縮されて行き場の無くなった空気は、前記糊層３０の接着面を
一瞬だけ押し開いて、貫通孔３０ａ内からタッチ入力機能付き保護パネル１の外部へ漏れ
出てしまう（図１９Ａ及び図１９Ｂ参照）。そして、前記可動シート２が凹んだ状態で前
記糊層３０の押し開かれた前記接着面が閉じると、負荷の解除後も前記可動シート２の凹
みはそのまま維持されてしまう（図１９Ｃ参照）。これに対して、本発明の前記実施形態
では、前記貫通孔３０ａ内の空気が、前記エアベント３１を介して出入可能であるので、
前記可動シート２と前記下部電極パネル３との貼り合わせ時に前記貫通孔３０ａが圧縮さ
れても、一旦、前記可動シート２が凹んだ後、再び元の状態（可動シート２に凹みが無い
状態）に戻ることができる。
【００６５】
　また、前記エアベント３１の代わりに、図２及び図７に示すように、前記糊層３０の非
形成部分によって構成されかつ一端が貫通孔３０ａと連通した前記エアベント３１ａの他
端を、保護パネル１のホール加工部分（糊層３０の別の貫通穴）３３と連通させてもよい
。例えば、ホール加工部分３３としては、ロゴマークのバッチを設置する孔の他に、スピ
ーカーホール、イヤーホール、若しくはカメラレンズなどを設置する孔がある。
【００６６】
　また、前記エアベント３１の代わりに、図３及び図８に示すように、前記糊層３０の非
形成部分によって構成されかつ一端が貫通孔３０ａと連通した前記エアベント３１ｂの他
端を、保護パネル１の端面外側と連通させてもよい。
【００６７】
　さらには、前記エアベント３１の代わりに、図１０Ａ、図１０Ｂ、及び図１１に示すよ
うに、前記糊層３０の非形成部分によって構成されかつ一端が貫通孔３０ａと連通した前
記エアベント３１ｃを、前記下部電極パネル３に設けられた貫通穴によって構成し、保護
パネル１の下面外側と連通させてもよい。図１０Ｂは図１０ＡのＢ－Ｂ線断面図であるが
、図１１においても、Ｂ－Ｂ線で切断すれば、多少、位置はずれるが、図１０Ｂと同様な
断面図となり、図１１においても、図１０Ａ
と同様なエアベント３１ｃが形成されている。
【００６８】
　また、前記加飾シート２ｂの加飾層１７は、電波透過用の前記電波透過部２６，２７に



(14) JP 5079873 B2 2012.11.21

10

20

対応する部分を避ければ、金属光沢柄を有していてもよい。金属光沢柄を得るための金属
薄膜層は、アルミニウム、ニッケル、金、白金、クロム鉄、銅、スズ、インジウム、銀、
チタニウム、鉛、若しくは、亜鉛などの金属、又は、これらの合金又は化合物を用い、真
空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、若しくは、鍍金法などで形成す
る。金属薄膜層の膜厚は、０．０５μｍ程度とするのが一般的である。また、加飾シート
２ｂの上面にハードコートフィルムを貼付けてもよい。
【００６９】
　前記実施形態によれば、前記上部電極シート２ａ及び前記下部電極パネル３が電波透過
用の電波透過部（導体非形成領域）２６，２７を有しているので、背後に配置される内蔵
アンテナ２１に電波障害が起こらない。しかも、前記上部電極シート２ａ側の前記電波透
過部（導体非形成領域）２６，２７における、導体との境界２６ａの全て又は大部分につ
いて、前記上部電極シート２ａと前記下部電極パネル３とを周縁部で接着する糊層３０が
、少なくとも前記境界２６ａの内側近傍領域と重なるように貫通孔３０ａを有しているの
で、ヒケが発生しない。つまり、電波障害の起こらないことと、ヒケがなく見栄えの良い
ことを両立することができる。
【００７０】
　なお、前記様々な実施形態及び変形例のうちの任意の実施形態又は変形例を適宜組み合
わせることにより、それぞれの有する効果を奏するようにすることができる。本発明は、
添付図面を参照しながら好ましい実施形態に関連して充分に記載されているが、この技術
の熟練した人々にとっては種々の変形や修正は明白である。そのような変形や修正は、請
求の範囲による本発明の範囲から外れない限りにおいて、その中に含まれると理解される
べきである。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本発明にかかる表面フラット性に優れたタッチ入力機能付き保護パネル及び当該保護パ
ネルを有する電子機器は、電波障害の起こらないこととヒケがなく見栄えの良いことを両
立できて、ＰＤＡ、ハンディターミナルなど携帯情報端末、コピー機、ファクシミリなど
ＯＡ機器、スマートフォン、 携帯電話機、携帯ゲーム機器、電子辞書、カーナビシステ
ム、小型ＰＣ、各種家電品等として有用である。
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